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CAMPO OEL INJENTO

Este invento se refiore en general a placas de
circuitos y a técnicas de fabricacidn de placas de cir-
cuitos. Mas especificamente, se refiere a circuitos capa
citivos y a dispositivos de placa de circuitos capaciti-
vos utilizadas en tecladas acoplados capacitivamente.

TECNICA ANTERIOR

Se ha desarrollado anteriormente una amplis

variedad de teclados acoplados capacitivamente. En gene-

ral, estos teclados utilizan un par o mds de zonas o pla

cas conductoras o "ensanches de cantacto” qus estédn elég
tricamente aislados entre si. Una do tales placas pueds

tener'aplicada una sefial de corriente alterna, scuya se-
fial es acoplada a otra placa (o ensanche de contacto) .
por una placa de acoplamiento, intermedia, dasplazaqie._

La placa‘de acoplamiento se desplaza generalmante a su’

posicidn de funcionamiento o fuera de su posicidn de fuog

cionamisnto modiants un dispngitive aceionador de tacla,
Similarmente, se han desarrollado circuitos perceptores
y eireuitos de excitacidn o alimentacidn para ytilizar
tales teclados de acoplamientﬁ capacitivo y se han apli-
cado a numerosos dispositivos disponibles normalmente.
Adn cuando estos dispositivos de la téecnica anterior han
obtenido an provecho,en generd, de la simplicidad de la

construccidn de teclados acoplados capacitivaments y del

Al
LIPS

KT



10

20

25

19,8,75

montaje do los mismos, han confilado en tipos existentes,
representatives de la tecnologia de placas de circuito,
para construir el substrato o placa de circuito sobre la
cual estdn soportadas las diverses lineas conductoras y
placas o ensanches de contacto acoplados capacitivamente
que cooperan con &l miembro de acoplamiento que ss acaba
da comentar, Algunos praoblemas inhersntes a ests tecnolg
gia gon que las placas de circuita deben ser manteridas
en un plano liso, de modo qus so consiga adn el contacto
y las paracteristices de acoplamiento repetibles con el
miembro de acoplamiento desplazable. Sin esta precaucidn,
pueden producirse variaciones de intensidad de sefial no
deseadas an la salida, lo cual serfa una fuente potancial
de percepecidn errdnez de accionamisntos de teecla en un
teclado, También, dobe aplicarss ubualmente un material
aislante de recubrimiento de espesor cuidadosamente cbﬁ-
trolado sobre los trazados conductores acabados sobre una
placa de cirouito con el fin de proteger el trazade con-
ductar de los elementas cotrosivos presentes an la atmdg
fera y para proporcionag, una interzopa dicléctrica para
producir acoplamiento capacitidé con el miembro de aco-
plamiento, cuando es llevads 8 una posicidn préxima a las
placas conductoras adyacentes sobre la placa de circuito,
La adicidn de esta capa diesléctrica sobre las capas can-

ductoras dispuestas sobre la placa de circuito no es so-
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lamente una aperacidén adicional en la fabricacidn de los

teclados, sino que debe ser cuidadosamente controlada deA
modo qué el espesor sea constante y sin irreqgularidades

y de modo que la placa de circuito resultante permanezea
plana sobre su superficie.

Adn surgen dificultades adicionales con el uso
de esta tecnologfa en la colocacidn de las lineas cﬁﬁdﬁg
toras necesarias a numerosas plazcas conductoras y desde
las mismas dispuestas sobre la superficie de la placa de
circuito. Las restricciones fisicas de érea para situar
placas conductoras coplanares o ensanches coﬁductoré&;\
Jjunto con sus lfness conductoras necesarias gue intecco
nectan con ellos los sistemas slectrdnicos de oxeitacidn
y percspcidn, han reprasentado un problema importante,
mds en particular para los teclados llamados de "matriz"
en los cuales existen M x N puntos dea cruce. La sﬁlucién
al problema de situar la totalidad de las lineas conddé-
taras nacesarias y ansanchas de cantacto dentro de una
determinada drea para upa placa de circuito se ha consee,
quido mediante la utilizacidn de taladros de paredes me-
talizadas, como es bien conocido an la tecnologia de fa-
bricacidn de placas de circuito. Mediante la utilizacidn
de paredes metelizadas, pusden situarse trazados conduc-
tores sobre ambas caras de una placa de circuito y pug=-

den intercomectarse parasalejar conjuntos de matriz. Ti




ey, B
a0
[

10

15

20

25

19.8,75

picamente, las placas conductoras o ensanches para los
sistemas slectrdnicos de excitacidn y percepcidn ( que.
estdn conectados a los circuitous conductores de excita
cidn o percepcidn correspondientes sobre la misma cara
o la cara opuosta de la placa de circuito ) han sido
situados en su totalidad sobre la misma cara de la plz
ta de circuito. Los conductores correspondientes de
percepcidn o excitacidn se han situedo svbre la cara
opuesta de la cara do circuito. Esta ss una solucidn
satisfactoria, en general, pero da lugar a up coste
elevado y a3 muchos defectos de tratamiento, debido a
las dificultades inhsrsntes para producir consistente=
mente taladros de parodas metalizades de buena calidad
cofi trazados de cirguito complicados sobre ambas caras
de upa placa de circuite, La conﬁinuidqd del cobre cha
pada u dtros matarialse conducturss debe mantanerse ég.
bre dos supsrficiss de une placa de circuito y, donde
tiulera que exista un teladro de paredea'matelizadés,'a
través de la place de circuito. Esto plantea problemas
de tratamiento impaortantes a la tacnnlogfa de fabrica-
cidn de placas de circuito en gensral y, usualments, da
como resultado una sstructura de placa de circuito de

un costs relativamente alto debide & las numerosas opa=
raciones ds fabricacidn requoridas para asegurar un pro

ducto, final sin defeactos.
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Como sa apreciard fdcilmente por los que estén
familiarizados con esta tecnolegia, serd muy apreciada
una técnica para evitar los taladros de paredes metali-
zadas y, gensralmente, lz operacidn de ataque fotoquimi
co utilizada con placas de circuito conductoras, parti-
cularmente si se conservan adn los ahorros de espacio
resultantes de la utilizacidn de la tecnologia de circui

to de dable cara al tiempo que se evita la utlllzaclon

~

de taladros de paredes metalizadas, Como es facllmenﬁe
evidente, la utilizacidn de circuiﬁos de doble cara es
unn necesidad absoluta cuando se requiers una matriz -,
1 x N mayor da 2 X 2 y cuando, adicionzlmente, los N N

conductores deban ser llevados fuera de los bordes de la

placa de circuito para conexidn con los sistemas electrg

nicos de utilizacidn, pucstd yue no es posible, sin rou=-
nir a complicados cruces de .conductores aislados, Ilevar
M columnas y N filas fuera da los bordes de una pldra da
gircuito sin teder a2l menos un cruce A y N entre elias.
Pap cona;guzente, una meta altamente deasada es una téc~
nica que permita el cruce, tal como en los circuitos de
doble cara, pero sin las complicaciones de circuitos de
cara dnica aislados,
0BJET0S DEL INVENTO

En vista de las precedentes y otras dificulta

des asaciadas con la téenica anterier, un objeto de ests

.
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invente es crear un dispositivo de substrato de circuito
me jorado para utilizacidn con tecnologiss de teclado de
matriz de acoplamicnto capacitivo.

Los precedentes y otros objetos, caracteristi-

cas y ventajas del invento ss pondridn de manifiesto por

©

la siguiente descripcidn mds particular de una realiza-
cidn preferida del invento, como:se ilustra en los Gibu-
Jjos que se acompafian.

10 Los objetoe precedentes del invento se consi-
guen ventajosamente an el presente invento utilizandno
peliculas dieldetricas flexibles (o una pelicula flexi-
ble y un subatrato rigide) con trazados de circuitos inm
prasos dispusstos sobrs lag mismas Jjunto con una capa"

15 intermedia da pelicula dieldetrica para separar las su-
.perficies conductoras soportadas por las pelfculas flom
xiblas (o por una pslfcula y un substrato). Se produce
una sstructura de "empzradado" en la cual las superficies
externas estdn comstituidas por la pelicula dieléctrica

20 y las superficies intornas intormedias saportan el circui
to impreéso, Los circuitos dispuestos sobre una pelicula
estdn separados de los circuitos correspondientes dispueg
tos sobre una pelfcula o subatrato flexiblae, opuestao, por

l|.,‘., o

una capa dieléctrica intermedia, Esta sestructura da como
25 resultado la eliminacidn de taladros de paredes metaliza

19.8,758 -
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das, produce 8l efecto de un 4rea reducida por la uti;
lizacidn de una tecnologia de cireuitoc de matriz de dé
ble cara, y provee las medidas necesarias péra un fédcil
mantenimiento de la planeidad del substrato de circuito
y de su integridad, lo cual as deseable en la tecnolo-
gla de las placas de circuito capacitivas y, particulag
mente, para utilizacidn con accionadores de teclz er tg
cladés capacitivos. ' : ::’
BREJE DESCRIPCION DE LO3 DIBUJOS

La figura 1A ilustra un trazado de anéanches

o zonas de contacto conductores de pares corraspondiens

tes de placas conductoras junto con sus conductores &sg

‘ciados y conoectadares para una mitad de la construceidn

en "emparedado® das la raalizacidn praeferida de matriz;

La Pigura 18 ilustra el trazado opuesto ds pa
res correspondientes de placas conductoras con sus cbn—
ductores y conectadores asociados para la saegunda mitad
de la construccidn en "emparaetado" de la realizacidn
preferida de matriz. i

La Pigura 2 as un dibujo esquemftico en carte
transversal de una estructura constructiva en "empareda
do" de matriz acaebada resalizada colocando las figuras
1Ay 10 en combinacidn con una capa intermedia de mate=-
rial y represonta también, en forma esquemdtica, los elg

mentos asociados de excitacidn, percepcidn y acoplamien-
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to de un teclado capacitive.
' - HEMORI A ;
Haciendo referencia a la Figurz 1A, en ella“se
ilustra un miembro "emparedado" de substrato de circuito
flexible., El substrato 1 flexible estéd hecho, preferiblg
mente, de material plistico disléctrico de un esposor
aproximado ds 0,5 mm. En la forma preferida, se utiliza
pelicula de Mylar (marca registrada de la E.I. dugian
de Nemours Corporation), aunque estd disponible una am-
plia variedad de materiales de pelicula dieléctrica,
cualquiera de los cusles podria utilizarse adecuadamorite
como material 1 de substrato. Sabre la pelicula 1 da;
subatrato, estdn ilustradas una pluralidad de placas o

ensanches 2 capacitiveos, conductores, de tinta conducta-

-ra impresa o de cobre stacado quimicamente, asi come una

pluralidad de ensanches 3 conductores en rslacidn cbplé—

nar adyacente a los ensanchass 2, Los ensanches 2 cenduc-

toreés coplanares sstén comsctados por conductoras 4 ontre

g{ para formar Pllas o eolumnas ([ o N) independientes

que estdn conectadas respactivamente, a conexionss 5 tep

minales, Se comentard la realizacidn ilustrada para una
matriz de ensanches 2 y 3 de tecla acoplados ocapacitiva=
mante en la cual satd conotruido un teclado completo con

Pilas (N) y columnas (11) de posicionss de tecla. (M y N
son nimeros enteros). En este tipo de teclado, se utili-
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zan en la realizacidn mds usual parejas miltiples de en
sanches 2 y 3 (cada uno de los cuales represanta una pg
sicidn de tecla dada en el surtroto 1). Puede hacerse
refecencia a la antes mencionada Patents Norteamericana
para axplicar el modo segdn sl cual pueden construirse
y utilizarse teclados de matriz capacitiva,

En la figura 18 estd representada una imagen:
espocular de la realizacién de la figura 1A (hasta déﬁ-
de concierne a la posicidn de los ensanches 2 y 3 capa-
citivos). En la figura 1B, los ensanches 3individuales
estédn interconectados por conductores 4 en‘respectiué§'
filas y columnas que terminan en conectadores 5, como sa
rapresenta, Se obsarvard que los engsanches 2“coplanaras
corraspondientes no estdn conectados, lo cual es al-es-—
tado contrario del representads sn la figura 1A para iﬁs
ensanches 2, El substrato 1 para esta mitad infering;dgl,
canjunto puede ser flexible o rfgide. Si es rigido,” cong
tituye un soportas para la pelfcula 1 superior flexible y
el sspesor de este auhstrata’in?arior no es importante.

3¢ apreciard fécilmente, por laos que estédn fa-
miliarizados con la tecnologia, que las diversas lineas
4 conductoras y los ensanchn; 2, 3, 2’y 37 asi como los
ensanches § de cope idn pucden estar formados todas por
una tinta conductorz que estd impresa a fijada en posicidn,

por serigrafia, Alternativamente, estos pueden, construig

- 10 =
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se utilizando tratamientos convencionales de ataquse fo-
toguimico y depdsito electrolftico utilizados hace tiem
po en técnicas de fabricacidn de circuitos metalizados.
También, como ya sa ha hecho alusidn, uno de los subs~
tratos de circuito puede ser rigido mientras que el otro

estd hecho flexible pcra adaptarse fdcilmente a las irrg

gularidades superficiales del substrato rigido. Si se ha

ce ssto, usualmente la capa en posicidn mas alta serd la
flexible y la capa en posicidn mis baja serd rigida para
proparcionar rigidez estructural al conjunta. En la rea-
lizacidn preferida se utiliza preferiblemente un matse
rial de tinta que contiene plata como componente pussto
que las téenicos de impresidn de sste modo permitidas ;
son mis simples, mds féciles y maenve costosas que lés';
tecnologfas variantes de ataque fotoquimico y matalizaf
cidn electrolitica, cowo se comprenderd ficilmenta.

En las figuras 1A y 10 estdn ilustradas las
dos mitados de la place do clpouito do acoplamiento ca-
pacitivo con taladros de coincidencia para facilitar la
alineacidn exacta de las 4rsas corrsspondientes. Las dos
mitades se montardn sn conjunto con sus respectivos ex-
tremos A adyacentes entre s{ y con las superficies por-
tadoras des oircuito enfrentadas, Estas dos mitades estédn
montadas sobre caras opusstas de una pelicula dieldetri-

ca aislante y separadora, no rapresentada en las figuras

- 1] -
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1A y 1B. En la figura 2 estd ilustrada la estructura ’
resultante, en forma esquendtica.

Volviendo a la figura 2, astd representado
un diagrama esquemdtico de una estructura de "empare-
dado" completa compuesta por peliculas 1 de substrato
portador de circuito indspendientes, cada una de'las‘
cualas es portadora de ensanches 2, 3, o 2”7 y 37 can~
ductores adyacaentes, respectivamente, junto con cnﬁéﬁ‘
ductorss 4 y consctadores 5. Est4 intercalada una ca-
pa 6 de pelicula dieléctrica intermedia entre las su-
perficies conductoras, respaectivamente, de las pelfcgi

—y

las 1 y estardn en contacto fisico con las peliculas:
1 en 8l conjunto final, pero estdn ilustradas en la 3
figura 2 geparadas con el fin da simplificar la com:‘?
prensidn del invento. Tambidn estd representado en la

figura 2, en forma esquemdtica, un miembro 7 de aco-. -

planiento conductor que seria llevada hacia abajo (por

medivs no representados) a establecer contacto con ia
superficie superior de la pelfcula )l (que es portadora
da loas ensanches 2 y 3 conductoras) para proporeionar
una rslacidn de acoplamianté capacitivo entre ensanchaes
2 y 3 dados., Las seilales de}cnrriantp alterna aplicadas
sobre un asnaanche 2 datecmiﬁada, procedentes da una fﬁaa
te 8 de seflal de corriente alternma son acoplzdas capaci

tivamenta, a través del miembro 7 conductor, al ensanche

- 12 -
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3 capacitivo adyacente. Tambien ssté representado, en
forma esquemdtica general, un amplificador 9 de percep
eidn gque estaria conectado, por intermedio de conductg
res o cables (no representados especificamente) a las
] terminaciones 5 individuales de las lineas 4 conducto-
ras que interconectan los diverson ensanches 3 capaci-
tivos sobre el substrato 1l inferior. ’
Se apreciard inmediatamente que las seffaies
de corriente alterna que aparecen sobre un ensanche 2
10 de acoplamiento capacitivo dado pueden acoplarse por
la presencia dsl miembro 7 conductor 2 través del cual
~ esté presente, efectivamente, un condensador variahlé
que consiste en el esnsanche 2 conductor, la pelicu;all
dieldctrica, y el miombro 7 eonductor, a un segundn . .
‘15 condenaador efectivo que consiate en el miembro 7 éon¥
~ ductor, la pelicula 1 dieléctrica, y un ensanche 3 c&-
. .pasitive dado, Estas dos capacidades, que oxisten Buap
do 8l mismbro 7 estd en ralacidn de apoplamientn, es

decir en contacto con la pelicula 1, estdn ilustradas

.20 esquemdticaments como capacidadss Cl y C2 variables,

N 58 creas una tercera capocidad, gque os de valor constap
S te, porllos correspondientes ensanches 3 y 3’ capaciti
vos sobre peliculas 1 dieléctricas opuestas con la pe~

1fcula 6 dieldctrica intermedia, En la figura 2 estd
25 ilustrada esta como capacidad C3. Existe también un

Yo |
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cuarto par capacitivo pero no es utilizedo en la presep -

te realizacidn y estd ilustrado en lineas discontinuas
como capacidad C4 entre ensanches 2 y 2 correspondien=
tes. La carrespondencia, como se utiliza aqui, incluye
asi una alineacidn de ensanches 2-2°, 3-3° en relacidn
de recubrimisnto vortical.

Preferiblamante, la capa 6 dieléctrica;gaﬁﬁrg
dora serd una lémina aislante del material "Hylard -‘an-
tes mencionado (marca registrada de la E, I. Dupont de
Nemours Corp.) dispuesto como recubrimiento sobre, dos
caras con un adhesiva, de modo que, sobre el con jufko
finzl, los ensanches 2 y 27, 3 y 3° conductores, ddrreg
pondientes, soportados sobre sus respectivas peliculés
o substratos 1, serdn mantenidos en alineacidn ve;ticai
y horizontal entre s{ aen una relacidn fija, El circuito
capacitivo montado finalmente que se compone de laé‘?a—
liculas 1 y los circuitos dispusstos sobre allas;~ébn
la eapa 6 dieléctrica separadora y adhpsivo, do como ©g
sultado un eircuito scoplado capucitivamente, flexible,
delgado, doblemente aislado (as decir, con material dig
léctrico sobre ambas supefficies exteriores) a través
dol cual pusden propagarsé safiales de corrisnte alterna
siempre que estd situado én miambro 7 copductor de aco=-
plamiento determinado en éroximidad con un par dado de

ensanches 2 y 3, o 27y 3‘junto a una superficie del con
) i

- 14 -
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junto, como se ilustra, La naturaleza flexible del con-:
junto de substrato de circuito acabado se presta bien
al mantenimiento de la planeidad que se reguiere para
sl acoplamiento preciso de sefiales a través del miembro
5 7 conductor puesto que el conjunta flexible puede colo~-
carse sobre una placa de soporte plana, rigida o subs-
trato, no representado. Como variante, el propio subs-
trato inferior puede ser rigido para proﬁorcinnar;esfe
soparte y planeidad como se ha indicado anteriorments.
10 Preferiblements, la estructura de "empareda-
do" acabada de sustratos portadores de circuitos y-ia
capa 6 interior dieléctrica con adhesivo sobre amﬁaé
caras, se conaigue prensando los elesmentos en conjunto
- en relacidn adecuada entra ellos utilizando platinas
18 planas para exclulr todo el aire y humedad de los ££a~
zados conductores. Resulta una estructuras hermética deg
bido a la ytilizacidn de adhesivos sobre ambas caras
de la cape 6 separadora y porqus los circuitos estdn
soportados sobre la asuperficie inferior de las pelicu=
20 las (o pelfcula y eubstrate) 1 eh la estructura de

"emparedado" montada., Esto da lugar a que se produzca,

pa el
L1 Y
N

en una Unica operacién de fabricacidn, el efecto de
limpiar y hermetizar cuidadosamente la superficie de
una placa de eircuito rigida ordinaria con un trazado

25 conductor de cobre, por ojemplo, sobre lz parte supe-

19,8,75 - 15 -
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rior de la misma con un recubrimiento de material die-
léctrico, peroc sin las dificultades inherentes de man-

taner la planeided, la integridad, asegurér la unifor-

'midad del recubrimiento y la perfeccidn de la lihpieza,

asociadas normalmente con ello. También, como estd bas-
tante claro por la figura 2, no hay conexiones fisicas
pasantes desde una pelicula 1 de substrato de circuito

a la otro; sn vez de ello, las sefiales de corriente-al-

 terna son acopladas capacitivamente a través de la-capa

cidad C3 desde un substrato al otro. La reduccidn de

frea total que se consigue por la utilizacidn ﬁormqlAda
substratos de circuito de matriz de doble céra a dﬁé se
han hecho alusidn anteriarﬁente se cbtiene en eatgjése i

tructura, paro sin la utilizacidn de taladros paséntéSj

‘pesantes ds paredes metalizadas o el tratamiento épé}n-

s0 asociado con allo.

En una realizacidn ospecifica, los substr%#&éj'
1l de peliculas individuales estarfan hechos, tipicgﬁbhta,
de material dieléctrico de 0,5 mm de espesor, tal como
el Mylar, marca registrada por la E, I, DuPunt de Ne-
mours Corporatiah. El trazado conductor de ensanche de
tecla para los ensanches 2, 3, 2° y 3’ cepacitivos o
conductores, las linsas 4 conductoras y los contactos
5 serian splicados por una nperacidn de imprésidn o

serigrafia en una tinta conductora, tal camo una gue

- 16 =




contenga plata, Tipicamente, los ensanches de contacto
de tecla capacitivos individuales son aproximadamente
de 5 por 12 ma y dos de ellos adyacentes entre si pue-
den situarse on 3,2 centimetros cuadrados con una sepa
5 racidn entre centros de aproximadamente 19 mm, Las ca-
pacidades €l y C2 ilustradas en la figura 2 son el re-
sultado de la caracteristica dieléctrica de la pelicu-
la 1 flexible sobre la parte superior y de cualquigf’u
espacio de aire introducido entre la placa 7 de aébﬁig
_10 miento y la superficie superior. Cuando el conductor 7
estd descansando sobre la superficie superior de la pg
1fcula 1, la capacidad de Cl y C2 en serie es norméi—
mente de 1l picofaradios aproximadamente., Cuando el
miembro 7 de acoplamisnto es elevado u aobligado a per=-
15 dar contuacto, la capacidad generalmente cas a menos.de
1 picufaradio. La capacidad del condensador C3 que ‘acg
. o pla sefiales desda la peliculs superior, a través de la
f"‘ ' : " wepa 6 dieldotrica, & lz cspa inferior (qus pueda sar
| ‘ flexxbla o rigida) es tipicaments de alrededor de 4 a
20 8 picnfaradius. Dehido a que la papacidad de C3 estd
en serie con la capacidad do acoplamiento do 1l picofa
radios, la capacidad neta se reducs aproximadamente a
9 picofaradios. Eato, sin embargo, es mds que adecuadn
para ufh funcionamiento fiable‘ﬂe los circuiteos normales

25 de percepcidn y excitacidn que pueden dotectar con pre-

19.8,75 - 17 =
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cisidn cambios infericres a un picofaradio,

Los diversos ensanches canductores o ensanches
de acoplamiento capacitivo sobre los diversos substratos

1 se fabrican utilizando una tinta conductora, que tiene

una resistencia relativamente alta, tal comc 2 ohmios por

unidad de superficie, en comparacidn con los circuitos
usuales que no tienen virtualmente resistencia. Esﬁo?no
es un problema importante excepto para corrientes‘pﬁhti-
nuas. Camo no se utilizan corrientes continuas enléiﬁérea
de los diversos ensanches de acoplamiento de tecla, la
resistencia en serie ticne un afecto despreciabletf'
JENTAJAS A

Como serd fdcilmente evidente para'los expertos

en la téenica, la eliminacidn de taladros pasantes de pa-

redss metalizadas y sl hecho de conseguir el efecto gene-

ral de utilizar circuitos .de matriz de doble cara es bas-—

tante deseable, especialmente con la técnica de fabiyica-
cidn aimple que gse hace pasible, Mediante la raduccidn de
la complejidad del conjunto, puesto Gue solamente se uti-
lizanm tres portes bdsicas (deos de las cuales son virtual-
mente imdgenes especulares entre si excepto para las in-
tercoriexiones conductoras sobre peliculas dadas) el coste
del producto acabado s¢ reduce sustancialmente, y la fia-
bilidad de produccidn de conjuntos de circuito acabados
resulterd aumentada de un modo importante debido a la uti
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lizacidn de una tocnologia de fabricacidn de circuitos
‘més fiable, o o

Adn cuando el invento ha sido oXpussto y des

crito particularmente con refserencia a una realizacidn
5 preferida del mismo, se entenderd por los expertos en
la técnica que pueden hacerse cambios en la forma y dg

talle sin apartarse de la esencia y campo de aplicacidn =

del invento,
La presente solicitud, que corresponde 2 la

‘10 presentada en Estados Unidos de América, el 14 de Junio
de 1974, bajo el ndmero 479,683, ss acoge 2 los béﬂb?i-
cios del articulo 51 del vigents Estatuto sobre Propie~
dad Industrial, ' '

15
REIYINDICACIONES
MMM R8T Snte =
20
Los puntos de invencidn propia y nueva que se
25 presentan para que sean--objeto de esta sglicitud de Pa-

19.8.75 - 19 -
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tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE aﬁos; son los
que se recaogen en las reivindicaciones siguientes:

la,~ Un aparato de placa de circuito acopla-
da capacitivamente, caracterizado por una primera lémi
5 na, flexible, de material dieléctrico que tiene un pri
mer trazado slectricamente conductor que camprende una

755 L pluralidad de 4reas adyacentes de material conductar,
= estando dispuesto dicho primer trazado sobre una bgihg,

ra superficie de dicha primera ldmina de material die-

i0 léctrico; estando conectada al menos una de dichas dreas
sléctricamente conductoras de dicho primer trazaﬁqﬁé una

fuents ds tenaidn de corriente alterna y estando aislada

~de dicha fuente de tensidn de corriente alterna, por una -
zona intermedia de dicho material dieldctrico, al menos

15 una de las dreas adyacentes de dicho material concdurtor;

~una segunda ldmina de material dieléctrico que tiene

sabre una primera superficie de la misma un saguqdqfhra~

zado de matarial oldéctricamente conductor que comprends

una pluralidad de dreas adyacentes de material eléctrica
20 mente conductor; estando conectada a un terminal de sali

da al menos una de dichas &reas de dicho segundo trazado;

~una tercera ldmina flexible de material dieléctrico, re-

cubriéndose entre s{ dichas primera, segunda y tercera
lidminas en contacto sustancialmente continuo entre sllas

25 y en un orden tal que dicha tercera ldmina queda dispues

19.8.75 - 20 -
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ta entre dichas primera y segunda ldminas estando dichos
primero y segundo trézados de material conductor sobre -
dichas primera y segunda ldminas, respsctivamente, en
contacto con caras opuéstas de dicha tercera lémina y
alineadas entrs si de modo que dreas correspondientes de
dichos trazados de material conductor sean mutuamente
opusstas en una posicion, de modo qus dicha al monoétun
4rea de dicho primer trazado, que estd aislada da d:cha

fuente de corrientse altarna estd en posicidn opuesta al

~menos a una de dichas dreas eléctricamsnte conductpras

sobre dicha segunda l4mina que estd conectada a ¢iclio ter
minal de salida, , o
28,~ Un aparato camo ses ha descrito en la. rei-

vindicacidn 18, caracterizado adicionalments por madioa

para rataner dichas primera, segunda y tercera 1am1nas

en contacto mutuo en dicho ordsn, de modo gue una pluraw‘

lidad de 4reas correspondientes de dichos primero y segup

do trazadoa da matarisl oonductor eatén an alineacidn ver

tical entre s{ y formen capacidades una von otra en dichas

zonas correspondientes y alinecadas de los mismos.

38,« Un aparato como se ha descrito en la rei-
vindicacidn 18, caracterizado adicionalmente por un con-
ductor de corrients sléctrica, estando situada dicho cop

ductot en proximidad a dicha primera ldmina en una posi-
cidn que estd alineada con al menos una de dichas dreas

- 2] -




que sstd aislade de dicha fuente deo tensidn de_qorriante
alterna, recubriends dicho canductor sustancialmente & ‘:fna

dichas dos dreas sobre la cara de dicha primera ldmina

Flexible dielétrica que estd en posicidn opuesta a la ca -
5 ra sobre la cual estd situado dicho primer trazado de
dreas eléctricamente conductoras, acoplanda asi capacitj
vamente dichas seﬁales da dicha fuente procedentes de di
cha drea alimentada con slla, a través de dicho conductor,
a dicha segunda drea conductora a traués de dicha'pgiﬁa-
10 ra l4mina dielécirica, e

483,~ Un aparato como se ha descrito en la rei-

vindicacidn 32, caracterizado porque dichos primero y sg
gundo frazados de material conductor forman en con junto
una matriz de conductores de M x N puntos de cruce, -don-

15 de M y N designan filas o columnas en una matriz y-san

ndmeros enteros, siendo conesctables cada una de dichas N
a dicha fuente de tensién de corriente alterna y sié;§o~
conactables cada una de dichas N a dicho terminal»ﬂefaa-
lida, s

20 53.,- Un aparato domo sa ha descrite sn la rei-

vindicacidn 48, caracterizddo porque la totalidad de di-

7 chos M conductores estédn dispuestos sobre dicha primera
. ldmina dieldctrica flexible y la totalidad de dichos N
' conductores estdn dispuestos sobre dicha segunda limina

25 dieléctrica, :
%
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LAC

68,~ Un aparato de placa de circuito acopléda
capacitivamente.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, reprassntado en los dibujos que se acompafian
y para los fines que se han especificada.

Esta Memoria consta de veintitrés hojas eseri
tas a mdquina por una scla cara.

' Madrid,
P.A,

26 430, 178
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